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ⅠⅠ
 

第３四半期決算状況第３四半期決算状況
20092009年年33月期月期

 

第３四半第３四半期（期（20082008年年1212月月3131日）日）
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8.8%

43.5%

14.1%

21.2%

12.4%

9.4%

41.3%

22.0%14.8%

12.5%

Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
事業部門別売上高構成比

09/ 3第３四半期

 

７，３２７百万円
08/ 3第３四半期

 

６，２０７百万円

09/3第３四半期

 

４，１２１百万円
08/3第３四半期

 

３，６０７百万円

09/3第３四半期

 

３，１２７百万円
08/3第３四半期

 

２，５５５百万円

09/ 3第３四半期

 

１３，７２７百万円
08/ 3第３四半期

 

１２，６８３百万円

【外側】
2009年3月期第３四半期

累計連結売上高
３３，２３８百万円

【内側】
2008年3月期第３四半期

累計連結売上高
２９，１６８百万円

半導体関連生産設備事業半導体関連生産設備事業

物流機器及び
家電関連生産設備事

 
業（L&M ）

 

物流機器及び
家電関連生産設備事

 
業（L&M ）

その他その他 自動車関連生産設備事業自動車関連生産設備事業

FPD関連生産設備事業FPD関連生産設備事業

09/ 3第３四半期

 

４，９３４百万円
08/ 3第３四半期

 

４，１１４百万円
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Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
決算概要

-1,426

-603

1,076

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

項目

2008年3月期

第3四半期

累計実績

通期連結業績予想 2009年3月期第3四半期累計

期初計画
修正計画

（2009/1/30発表）
実績

達成率

（対当初計画）

前年同期比

増減率

売上高 29,168 50,000 51,300 33,238 66.5% 14.0%

営業利益 1,412 3,000 △1,180 △952 － －

経常利益 1,171 2,700 △1,770 △1,327 － －

四半期純利益 429 1,400 △1,470 △1,132 － －

-1,520

-710

903

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

第３四半期第３四半期

 
連結決算概要連結決算概要

第1Ｑ

 

第２Ｑ

 

第３Ｑ

 

第1Ｑ

 

第２Ｑ

 

第３Ｑ

 

第1Ｑ

 

第２Ｑ

 

第３Ｑ

営業利益（損失）

 

経常利益（損失）

 

当期純利益（損失）

-1,144

-465
477

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500 （単位：百万円）（単位：百万円）

■■

 
売上高は、前期・上半期より生産を行った案件の売上を予定どおり計上し、増収売上高は、前期・上半期より生産を行った案件の売上を予定どおり計上し、増収

■■

 
新規大型案件による開発・試作費用の増加、外部要員の急増による外注費の増加新規大型案件による開発・試作費用の増加、外部要員の急増による外注費の増加

などにより、損失を計上などにより、損失を計上
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Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
営業利益の増減要因分析

1,412

（単位：百万円）

2007/12期 2008/12期

販管費増

－2,365

＋

売上高増加
による

損益影響 原価率増

－952
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・・

 

自動車関連設備自動車関連設備

 
・・

 

ＦＰＤ関連設備ＦＰＤ関連設備

 
・・

 

半導体関連設備半導体関連設備

 
・

 

Ｌ＆Ｍ関連設備Ｌ＆Ｍ関連設備

Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
事業部門別連結売上高

半導体
12.4%

その他
8.8%

Ｌ＆Ｍ
14.1%

ＦＰＤ
43.5%

自動車
21.2%

半導体
12.5%

その他
9.4%

Ｌ＆Ｍ
14.8%

ＦＰＤ
41.3%

自動車
22.0%

事業部門別売上高の状況

事業部門

2008/3

第３四半期

 
累計

2009/3

第３四半期

累計

前年同期比

増減率

自動車 6,207 7,327 ＋18.0％

ＦＰＤ 12,683 13,727 ＋8.2％

半導体 3,607 4,121 ＋14.2％

Ｌ＆Ｍ 4,114 4,934 ＋19.9％

その他 2,555 3,127 ＋22.4％

合計 29,168 33,238 ＋14.0％

単位：百万円

■■

 
前期からの堅調な受注残を反映し、全ての事業部門にて増収前期からの堅調な受注残を反映し、全ての事業部門にて増収

2008/3 第３四半期累計 2009/3 第３四半期累計

：：

 

北米向け大口案件、国内向け案件の売上計上により増収（北米向け大口案件、国内向け案件の売上計上により増収（+1+188..00%%））

 
：：

 

国内向け大口案件の売上計上により増収（＋国内向け大口案件の売上計上により増収（＋8.28.2%%））

 
：：

 

半導体市況は低調ながら一部大口案件の売上計上で増収（半導体市況は低調ながら一部大口案件の売上計上で増収（+1+144..22%%））

 
：：

 

半導体後工程、タイヤ関連などの売上計上により増収（半導体後工程、タイヤ関連などの売上計上により増収（++1919..99%%））
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Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
地域別連結売上高

日本
68.3%

アジア
14.7%

欧州
2.3%

北米
14.7%

地域別売上高の状況

地域

2008/3

第３四半期

累計

2009/3

第３四半期

累計

前年同期比

増減率

日本 20,414 22,722 ＋11.3％

アジア 1,700 4,878 ＋187.0％

北米 4,969 4,885 △1.7％

欧州 2,084 751 △64.0％

その他 － 0 －

合計 29,168 33,238 ＋14.0％

単位：百万円

北米
17.0%

欧州
7.1%

アジア
5.8%

日本
70.1%

・・

 

国内向け国内向け

 
・・

 

アジア地域向けアジア地域向け

 
・・

 

北米向け北米向け

 
・・

 

欧州向け欧州向け

■■

 
北米・欧州向けの売上が減収となったが、国内・アジア向けの売上が大幅な増収北米・欧州向けの売上が減収となったが、国内・アジア向けの売上が大幅な増収

2008/3 第３四半期累計 2009/3 第３四半期累計

：：

 

自動車関連、自動車関連、FPDFPD関連設備の売上計上により増収（関連設備の売上計上により増収（++1111..33%)%)

 
：：

 

家電関連、自動車部品関連設備の売上計上により増収（家電関連、自動車部品関連設備の売上計上により増収（+187+187..00%%））

 
：：

 

自動車関連設備の売上計上により、前年と同水準を維持（△自動車関連設備の売上計上により、前年と同水準を維持（△11..77%%））

 
：：

 

家電関連設備の低迷、ユーロ安・ポンド安の影響により減収（△家電関連設備の低迷、ユーロ安・ポンド安の影響により減収（△64.064.0%%））
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事業部門別受注高の状況

半導体
8.6%

その他
6.6%

Ｌ＆Ｍ
18.0%

ＦＰＤ
35.8%

自動車
31.0%

半導体
11.6%

その他
8.7%

Ｌ＆Ｍ
18.3%

ＦＰＤ
43.7%

自動車
17.7%

事業部門

2008/3

第３四半期

累計

2009/3

第３四半期

累計

前年同期比

増減率

自動車 13,169 5,808 △55.9％

ＦＰＤ 15,174 14,382 △5.2％

半導体 3,652 3,819 ＋4.6％

Ｌ＆Ｍ 7,660 6,037 △21.2％

その他 2,804 2,851 ＋1.7％

合計 42,461 32,897 △22.5％

単位：百万円

Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
事業部門別連結受注高

・・

 

自動車関連設備自動車関連設備

 
・・

 

ＦＰＤ関連設備ＦＰＤ関連設備

 
・・

 

半導体関連設備半導体関連設備

 
・・

 

Ｌ＆Ｍ関連設備Ｌ＆Ｍ関連設備

2008/3 第３四半期累計 2009/3 第３四半期累計

■■

 
世界景気の減速、主要顧客の投資計画延期などの影響を受け、世界景気の減速、主要顧客の投資計画延期などの影響を受け、
主に自動車関連、主に自動車関連、L&ML&M関連は、前年同期の堅調な受注高と比較して減少関連は、前年同期の堅調な受注高と比較して減少

：：

 

自動車メーカーの世界的な設備投資の手控えにより、大口案件を受注自動車メーカーの世界的な設備投資の手控えにより、大口案件を受注

 した前年との比較で半減（△した前年との比較で半減（△5555..99%)%)

 ：

 

国内向け大口案件により、高水準の受注を維持（△国内向け大口案件により、高水準の受注を維持（△5.25.2%%））

 
：：

 

有機ＥＬ関連の一部大口案件受注により増加（有機ＥＬ関連の一部大口案件受注により増加（++4.64.6%)%)

 
：：

 

タイヤメーカーの設備投資手控えおよび延期により減少（△タイヤメーカーの設備投資手控えおよび延期により減少（△2121..22%)%)
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事業部門別受注残高の状況

半導体
4.2%

その他
1.5%Ｌ＆Ｍ

15.6%

ＦＰＤ
43.6%

自動車
35.1%

半導体
4.4%

その他
1.0%

Ｌ＆Ｍ
12.5%

ＦＰＤ
59.1%

自動車
23.0%

事業部門
2008/3

第３四半期

2009/3

第３四半期

前年同期比

増減率

自動車 13,381 7,636 △42.9％

ＦＰＤ 16,625 19,656 ＋18.2％

半導体 1,610 1,473 △8.5％

Ｌ＆Ｍ 5,963 4,161 △30.2％

その他 587 331 △43.6％

合計 38,167 33,258 △12.9％

単位：百万円

Ⅰ

 
第３四半期決算状況

 
事業部門別連結受注残高

・・

 

自動車関連設備自動車関連設備

 
・

 

ＦＰＤ関連設備ＦＰＤ関連設備

 
・・

 

半導体関連設備半導体関連設備

 
・・

 

Ｌ＆Ｍ関連設備Ｌ＆Ｍ関連設備

2008/3 第３四半期 2009/3 第３四半期

■■

 
ＦＰＤ関連生産設備は、大口案件の受注により増加ＦＰＤ関連生産設備は、大口案件の受注により増加
受注高同様、自動車関連、Ｌ＆Ｍ関連は、前年同期と比較して大幅な減少受注高同様、自動車関連、Ｌ＆Ｍ関連は、前年同期と比較して大幅な減少

：：

 

自動車メーカーの世界的な設備投資手控えにより減少（△自動車メーカーの世界的な設備投資手控えにより減少（△4242..99%)%)

 
：

 

国内向け大口案件の受注が継続しており増加（国内向け大口案件の受注が継続しており増加（+1+188..22%%））

 
：：

 

有機有機ELEL関連の受注を確保するも半導体市況の低迷により減少（△関連の受注を確保するも半導体市況の低迷により減少（△8.58.5%)%)

 
：：

 

タイヤメーカーの設備投資手控えおよび延期により減少（△タイヤメーカーの設備投資手控えおよび延期により減少（△30.230.2%)%)
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Ⅱ今期のトピックス
 

第３四半期の主なトピックス

１．液晶パネルの搬送で実績のあるガラス基板搬送

ロボットを使用し、太陽電池パネルの高速搬送が

可能。

２．液晶および家電関連生産設備の技術応用により、

ユニットコンベヤおよびローラーコンベヤを開発。

また、後工程で使用する各種装置も開発。

【

 

2008年11月12日

 

発表 】

当社のＦＰＤ製造技術、半導体製造技術を応用し、太陽電池製造工程における搬送

ロボット、搬送コンベヤおよび各種装置の受注を開始

太陽電池製造装置市場への参入太陽電池製造装置市場への参入

■■

 
同市場における当社の強み同市場における当社の強み

当社製造の太陽電池製造装置



11

自動車関連事業自動車関連事業

世界的な景気の減速に伴い完成車の販売台数が減少

 自動車メーカーは、設備投資計画を縮小および延期

ⅢⅢ 事業環境

ＦＰＤ関連事業ＦＰＤ関連事業

半導体関連事業半導体関連事業

Ｌ＆Ｍ関連事業Ｌ＆Ｍ関連事業

ＴＶ用大型パネル需要の低迷、パネル価格の大幅な下落

 パネル在庫の余剰感からパネルメーカーによる生産調整

半導体市況の低迷が長期化（メモリー分野での投資減少とデバイス価格の低迷）

家電メーカーは、FPD下工程の設備投資計画の見直しと工場再編を検討

 タイヤメーカーは、国内・海外市場における大幅な需要減少により投資計画を縮小および延期

世界景気の減速、企業業績悪化にともなう国内外の主要メーカーによる設備投資の手

 控えおよび延期の影響から、事業環境が急激に悪化し、第4四半期以降も続く見込み
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ⅢⅢ

 
今期連結業績予想

2008年3月期

実績

2009年3月期

上期（実績） 下期（予想） 通期（予想）
前期同期比

増減率

売上高 47,237 20,354 30,945 51,300 +8.6%

自動車関連 11,167 4,812 8,487 13,300 +19.1%

ＦＰＤ関連 17,561 6,850 14,549 21,400 +21.9%

半導体関連 5,183 2,593 2,206 4,800 △7.4%

Ｌ＆Ｍ関連 9,878 3,923 3,976 7,900 △20.0%

その他 3,445 2,173 1,726 3,900 +13.2%

営業利益 （率） 3,177(6.7%) 473(2.3%) △1,653 △1,180 －

経常利益 （率） 3,568(7.6%) 193(1.0%) △1,963 △1,770 －

当期純利益 （率） 1,832(3.9%) 12(0.1%) △1,482 △1,470 －

（単位：百万円）
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ⅣⅣ
 

参考資料参考資料

20092009年年33月期月期

 

第３四半第３四半期（期（20082008年年1212月月3131日）日）
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Ⅳ

 
参考資料

 
研究開発費・設備投資額・減価償却費

1,027
846

1,554 1,691

513
677

107

963

200

0

500

1 ,000

1 ,500

2 ,000

2 ,500

3 ,000

08/03期

 

09/03期

 

08/03期

 

09/03期

 

08/ 03期

 

09/03期

研究開発費

 

設備投資額

 

減価償却費

百万円

通期
１,１３４

通期
２,５１７

通期
７１４

３Ｑ

３Ｑ ３Ｑ

３Ｑ

３Ｑ

３Ｑ

４Ｑ

４Ｑ

４Ｑ
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Ⅳ

 
参考資料

 
事業部門別・地域別四半期推移（売上高）

4,873

1,570
3,242 2,514

2,942
1,647

5,203 6,877

950

1,642
1,527

5,763

1,418

2,504 1,011

889

1,009

1,164
953

1,8502,029

4,960

2,328

4,184
5,556

4,8785,911

1,576

1,405

1,109

1,774

1,092

1,319

2,242

753

2,041

727

871 839

844

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

4Ｑ 2008/3
1Q

2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2009/3
1Ｑ

2Ｑ 3Ｑ

自動車 FPD 半導体 L&M その他

事業部門別四半期売上高の推移 地域別四半期売上高の推移
百万円 百万円

9,981

2,812

9,673 10,236
833

1,698

1,937 1,242

1,923

1,880
1,081

536

162

264
324

5,378
6,831

8,962
8,205

512

354

1,946
1484

6,622

1,702
1,292

3856

1,974

447

206

68
1,568

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

4Ｑ 2008/3
1Q

2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2009/3
1Ｑ

2Ｑ 3Ｑ

日本 アジア 北米 欧州
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Ⅳ

 
参考資料

 
事業部門別四半期推移（受注高・受注残高）

6,256

2,531 2,341
934

10,878

7,219

2,566 4,595

1,803

1,154
860

2,858

2,931

1,798 1,307

704
910

1,058

754 1,038

3,155

9,204

735809

1,154

3,141

7,255

1,776

1,740

1,052

1,459

1,484

1,140

2,530

2,278

1,454

3,675

778

866

1,158

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

4Ｑ 2008/3
1Q

2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2009/3
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本資料のお取扱い上のご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時
 

点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、
 

経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリ
 

スクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の
 

変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記
 

述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることが
 

あることをご承知おきください。
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